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１．概要（Summary） 

汎用の理化学装置を用いた簡素な方法でトランジスタ

や簡単な集積回路を作製するプロセスを検討している。

その実現には作製プロセスで最も重要なリソグラフィープ

ロセスを簡素化が必要である。そこでフォトマスクの中心と

それに転写した回路パタンの中心の位置が正確に同じ位

置になるように加工したフォトマスクを用い機械的に位置

合わせをすることでフォトマスクの位置合わせを不要にし

たプロセス、アライメントレスリソグラフィーを提案、その可

能性を検討している。このフォトマスク作製に香川大学微

細加工ナノテクノロジープラットフォームの設備を利用した。

作製したマスクを用い香川高専で繰り返し精度を調べた。

約 50 回の試行の結果、位置ズレ量の標準偏差が約 5 

m と少なくできることを実証、その有効性を明らかにし

た。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

・ダイシングマシン（DISCO社製, DAD3220） 

・実験方法 

ガラス製のフォトマスクブランクスに回路パタンを作製し

た後、ダイシングマシンにより回路パタンの中心からフォト

マスク外縁までの距離を正確に計測し切断した。そのフォ

トマスクを用いて、アライメントレスリソグラフィーによりシリ

コン基板上に繰り返しレジストパタンを作製した。そのパタ

ン間の位置ズレ量を計測し、位置決め精度としての重ね

合わせ誤差を測定、評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ピンアライメントの要領でフォトマスクとシリコン基板のそ

れぞれの位置を機械的に定められるように工夫した治具

を用意した。それに正確に回路パタンの位置を決め切り

出したフォトマスクと所定の大きさに切り出したシリコン基

板をセットし、リソグラフィを 2回繰り返して行い、シリコン基

板上にフォトマスクの回路パタンを転写した。それを約 50

回試行し、それぞれのレジストパタンの X方向と Y方向の

位置ずれ量をアライメント精度として評価した（Fig. 1）。そ

の結果、位置ズレ量の標準偏差として約 5 mを実現、デ

バイス作製プロセスに充分応用可能なことを実証した。こ

れより、重ね合わせ精度も同様の精度が期待できる。 
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